


DOCUMENT CLASSIFICATION（文件类别） TITLE（标题）

Product specification（产品规格） CF CARD CONN.(STANDARD)-OT（CF 卡）

1.Scope（适用范围）

This product specification contains the test method ,the general

 performance and performance and property for Memory Card CF50P  

shall be of the design, （此产品说明包括存储卡CF50P连接器的产品测试方法、基本性能和特性）

construction and physical dimensions specified in the connector .

product applicable product drawing 

（产品图纸中应含设计、结构和指定的实际尺寸）

2.Parts NO((产品编号): 

P01-00009-02

3.PROPERTY(性质)

3.1.1.MATERIALS(材料)

Item(项目)

Housing(壳 ) High Temperature  高温

Thermo plastic,UL94V-0(热塑料符合UL94V-0)

Contact(接触) Brass ,Gold plating (黄铜镀金)

3.1.2.RATINGS(标准定额值)

Current Rating(额定电流)

Voltage Rating(额定电压)

Ambient Temperature Range

(环境温度范围)

Storage Temperature Range

储存温度范围

Ambient Humidity Range

(环境湿度范围)

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

Item(项目)

-25℃～+90℃

-20℃～+70℃

95% R.H.MAX95最大含水率﹪

Standard(标准)

0.5A  AC/DC Max（交流/直流 最大值0.5A）

30V   AC/DC（交流/直流 30V）

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805

Standard(标准)

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805



DOCUMENT CLASSIFICATION（文件类别）

Product specification（产品规格）

4.PERFORMANCE(性能)

4.1.ELECTRICAL PERFORMANCE(电气性能)

Test Description PROCEDURED

半成品

4.1.1     Contact 40MΩ max(Initial) ELA--364-06

  Resistance 电阻最大40 Is should be tested in accordance.

   (接触电阻) 60MΩ max(After Test) Mate dummy card ,measure by dry circuit,

试验后电阻最大60 20mV MAX,10mA MAX,for the closed current.

测试需配套虚拟卡，干电路最大闭路电压20mV，最大闭路电流10mA

4.1.2 Insulation 1000MΩ min(Initial) ELA-364-21

Resistance 电阻最小1000 Apply 500V DC between adjacent pins or pin

[绝缘电阻] 100MΩ min(After Test) and ground for 1 minute

试验后电阻最小100 两连接点间采用500V直流电压测试，测试时间为1分钟

4.1.3 Dielectric No evidence of break- ELA-364-20. Method B

withstanding down and flashover 500V AC(rms)for 1minute applied between

Voltage 各端子承受压力不足将会自 adjacent contacts.

介质承受电压测试 动闪络 方法B 连接点间加载500V交流电1分钟

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

性能要求试验描述

CF CARD CONN.(STANDARD)-OT（CF 卡）

Requirement

TITLE（标题）

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805



4.2.1 Mating Total mating force :28.8N Max The memory card PCB inserted into   

Force 总机械力：最大值28.8N socket shall be an aligment at  

有机械力 a constant speed of 25mm±3mm/minute 

PCB记忆卡以25mm±3mm/分钟的速度定向恒速插入卡槽

4.2.2 Unmating Total unmating force:4.9N～24.5N The memory card PCB pulled out   

Force 拔插力为4.9N～24.5N socket shall be an aligment   

(拔插力) at a constant speed of 25mm/minutes 

以25mm/分钟速度定向拔出PCB卡

4.3.1 Durability Mate/Unmate cycle at speed of ELA-364-09.

(耐久性) 400-600 cycles /hour 1000 cycles . Connector shall be subject to 10000 

After test,insulation resistance  cycles of insertion and withdrawal

dielectric strength ,contact 连接器需要经受10000周期的插入和拔出试验

  resistance shall be Meet3.1.1

连接器必须承受每小时400-600次的拔插

循环.结合连接器后,绝缘电阻,绝缘强度

,接触阻接应符合3.1.1

4.3.2 Vibration No electrical discontinuity of 1 ELA-364-28

(振动性) Microsecond or longer duration 10-55-10Hz/min

No physical damage allowed. Amplitude(振幅):1.52mm

After test,insulation resistance Period:2 hours for each direction

dielectric strength ,contact 时间:每个方向2小时

 resistance shall be Meet3.1.1 X,Y,Z axis. 15G

没有1Microsecond或较长期的电气

连续性不允许任何物质损失

结合连接器后,绝缘电阻,绝缘强度

,接触阻接应符合3.1.1

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

MECHANICAL PERFORMANCE(机械性能)

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805



4.3.3 Humidity No physical damage allowed. ELA-364-31,Method 11,Condition A.

(耐湿性) 不允许任何物质损失 Temperature(温度):40±2℃

Humidity(湿度):90～95%(RH)

Period(时间):96 hours

4.3.4 Salt Spray See Note 见注解

(盐水喷雾试验) By visual inspection ,without JIS-C-0023,condition A

noticeable rust Temperature(温度):35±2℃

通过目视检查,没有明显的铁锈 Density 5±1% in weight

密度5 ± 1％的重量

Period(时间):96 hours

4.3.5 Temperature  See Note 目检要求 EIA-364-17, method A, condition 3

Life(常温试验) Temperature(温度):85±2℃

Period(时间):250 hours

4.3.6 Physical Shock No discontinuities of 1чsec, MIL-STD-202,Method 213

(物理震动) duration or longer Pulse shape :half sign

No physical damage allowed. 脉冲形状：半幅

1微秒无断电现象，或更长时间 Peak acceleration:490m/s2（50g)

无不允许物理损伤 峰值加速度:490m/s2（50g)
Duration of the pulse:11ms

脉冲持续时间：11毫秒

Three successive shocks shall be

applied in both directionsn of 

3 mutually perpendicular axis 

(total 18 shocks)

Discontinuity（间断）:≦1чsec

3个相互垂直的坐标（X，Y，Z）方向相

向各进行3次连续震动

4.3.7 Solderability Wet Solber Coverage: ELA-364-52

(焊锡性) Over 95%(焊锡覆盖面超过95%) Temperature(温度):245±5℃,4～5sec

4.3.8 Resistance to No damage in appearance of ELA-364-32,condition 1

soldering heat the connector Temperature(温度):260±5℃/10±1sec

(焊锡性) 焊锡不允许损坏连接器外观

4.3.9 Thermal 5 cycles of profile as below One cycle consists of:

shock 以下是5个周期的配置图 -5℃ for 30 minutes

[热冲击试验] +85℃ for 30 minutes

Times of cycle:5 cycles

NOTE:Shall meet visual requirements,show no physical damages

注：视觉要求，无物理损伤

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

 Environmental Performance(环境性能)

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805



4.1.PRODUCT OUALIFICATION AND REOUALIFICATION TEST SEQUENCE

 产品证书和抽检序列

Test or
Examination A B C D E F G H I
测验或检测

Appearance
(外观)

Contact 

Resistance(接触电阻)

Insulation 

Resistance(绝缘电阻)

Dielectric 

Withstanding

Voltage(工频耐压)

Mating Force

(插力)

Unmating Force

（插拔力）

Durability

(耐久性)

Vibration

(振动性)

Humidity

(耐湿性)

Thermal Shock

(热冲击)

Salt Spray

(盐水喷雾试验)

Temperature Life 

(常温试验)

Physical Shock

(物理震动)

Solderability

(焊锡性)

Resistance to 

soldering heat

(焊锡性)

Sampie QTY 5 5 5 5 5 5 5 5 5

样品 QTY

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

3

3,5

3

1,5

3

2,4

2

2

3

1,7 1,31,5

4

2,4

2,6

1,5

3,7

4,6

5

3

Test Sequence(a)(测试序列)

Test Group(试验组)

2,8 2,4 2,4 2,4

1,31,9 1,5 1,5

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805



Example of lead-free soldering condition

样品无铅焊接条件

Parameter（参数） Mark（数轴）Major parts（主要部分）

Speed of temperature-raising Not raise over 3℃ for each second

升温速度 每秒钟温度不能超过3℃

Time of flu-moistening tsoack 2～3minutes

通量润湿时间 时间范围 2-3分

Time of temperature over 217℃ t1 60～150seconds

温度高于217℃持续时间 60-150秒

At the highest temperature t3 10+/-1seconds

最高温度 10+/-1秒

At the highest temperature Tpeak 260(+/-5℃)

最高温度 最高温度值

Speed of temperature-decreasing Not decrease over 6℃ for each second

降温速度 每秒降温不超过6℃

Time from 25℃ to highest Not over 8minutes

temperature 时间不超过8分钟

25℃到最高温度所需时间

Reflow profile for soldering heat resistance testing

回流温度曲线的焊接耐热性测试

 

 

 

核准：Choice 审核: 冯壹 报告人：张巧

深圳市华宇创精密电子有限公司
TEL：0755-27575531  FAX：0755-27576267-805
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